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法律声明
若接收利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档，即表示您已经

同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有，保留任何未在本文档中明示授予的权

利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、

传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照

产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同

时保留随时修订或收回本手册的权利。
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文件修订历史
文档版本 变更日期 修订人 审核人 变更内容

Rev1.0 25-12-15 Jhb LXY 初始版本
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安全须知
用户有责任遵循其他国家关于无线通信模组及设备的相关规定和具体的使用环境法规。

通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司

不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。

道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请

停车，再打电话！

登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通

讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。

当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF干扰会导致医疗设备

运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。

移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或

SIM无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机

并且处于信号强度足够的区域。

您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它

电子设备时都会产生射频干扰。

请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请

关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。
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适用模组选型
序号 模组型号 支持频段 尺寸(mm) 模组简介

1 L-LRNWB26-84DN4-A01

IN865，EU868，
US915，

AS923，KR920，
RU864，AU915，

22×18×2.6
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1 引言
本文档详细描述了 L-LRNWB26-84DN4-A01模组(以下简称模组)的硬件参数、引脚功能

说明、接口功能定义、机械尺寸、生产工艺要求等，用户通过阅读本文档，可快速熟悉该产

品的硬件设计相关内容。

图 1.1 产品图
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2 产品综述
L-LRNWB26-84DN4-A01是利尔达物联网技术有限公司研制的一款基于 LoRa的无线通

信模组。该模组是基于 ST公司的 SOC芯片开发设计的一款节点模组，具有发射功率范围宽、

接收灵敏度低及抗干扰能力强等众多特点，为低功耗物联网场景提供了超远距离的通讯解决

方案。

2.1 关键特性

产品特点

·工作频段

- EU863~870MHz & IN865~867MHz & US902~928MHz & AS923 &

KR920.9~923.3MHz & RU864~870MHz & AU915~928MHz

·高链路预算

- 接收灵敏度灵敏度(典型值)：-124dBm@SF7_BW125KHz

- 发射功率

Max. 22 dBm

·通信模式

- 半双工

·工作电源

- 工作电压：DC3.3V(典型值)

- 发射电流：

125mA@TX power_22dBm

60mA@TX power_14dBm

·通信接口

- UART
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2.2 功能框图

图 2.1 功能框图

2.3 引脚分布图

图 2.2 TOP面引脚分布图
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2.4 引脚描述表

2.4.1 电源接口

表 2-1 电源接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

1 GND Power - 系统电源地

2 GND Power - 系统电源地

6 GND Power - 系统电源地

12 GND Power - 系统电源地

13 VCC Power - 系统供电，供电范围 1.8~3.6V

20 GND Power - 系统电源地

21 GND Power - 系统电源地

2.4.2 UART接口

表 2-2 UART接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

18 TXD Output High 串口发送端

19 RXD Input Float 串口接收端

2.4.3 SWD接口

表 2-3 SWD接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

9 SWDIO I/O - 模组烧录接口，建议悬空

10 SWCLK Input - 模组烧录接口，建议悬空
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2.4.4 功能接口

表 2-4 功能接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

14 NRST Input High 复位模组，内部 40K弱上拉电阻，低电平有效

2.4.5 天线接口

表 2-5 天线接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

22 ANT I/O - 射频输入/出接口，注意使用 50Ω阻抗线

2.4.6 其他接口

表 2-6 其他接口说明

引脚序号 引脚名称 I/O类型 缺省值 描述

3,4,5,7,8,11
15,16,17

NC - - 无实际功能，悬空处理
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3 规格参数
表 3-1 模组极限参数

主要参数
性能

备注
最小值 最大值

电源电压(V) -0.3 +3.7

最大射频输入功率(dBm) - +10

工作温度(℃) -40 +85

表 3-2 模组工作参数

主要参数
性能

备注
最小值 典型值 最大值

工作电压(V) 1.8 3.3 3.6 典型值 3.3V

工作温度(℃) -40 25 85

工作频段

EU863~870MHz &
IN865~867MHz

& US902~928MHz & AS923
& KR920.9~923.3MHz &

RU864~870MHz
& AU915~928MHz

频偏(ppm) -4 - 4 出厂频偏

发射电流(mA)
50 60 75 14dBm功率下发射电流

110 125 135 22dBm功率下发射电流

接收电流(mA)
- - 13 含 MCU电流

- 7 8 MCU进入休眠

休眠电流(uA) - - 2.2

最大实际输出功率(dBm)
12.5 14 15.5 14dBm设置功率

20 21.4 22 22dBm设置功率

接收灵敏度(dBm) -125 -124 -123 SF 7_BW 125KHz
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表 3-3 数字 I/O规格

主要参数
性能

VCC_IO 备注
最小值 典型值 最大值

VIH(V) 0.7*VCC_IO - VCC_IO+0.3 3.3V -

VIL(V) -0.3 - 0.3*VCC_IO 3.3V -

VOH(V) VCC_IO-0.6 - VCC_IO 3.3V -

VOL(V) 0 - 0.4 3.3V -

表 3-4 模组技术参数

主要参数 内容 备注

接口特性

串口接口 2线 UART 兼容 3.3V TTL\CMOS

串口波特率 9600bps

主天线接口 阻抗 50Ω

机械特性
接口封装类型 邮票孔(2×11pin×1.27mm)

PCBA尺寸 22(L) ×18(W) ×2.6(H)mm (GB/T1804-c)

备注

(1) 以上测试条件为，温度：25℃，中心频率：915/868MHz，工作电压：3.3V；

(2) 用户根据终端市场的当地法规允许工作频段进行配置使用，请务必遵守当地法规使用，

若在法规不允许频段内使用，我司不承担任何责任；国内终端市场应用请参照《微功率短距

离无线电发射设备目录和技术要求》。
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4 硬件设计说明

4.1 电源电路

模组采用 3.3V工作电压，在最大发射功率 22dBm条件下电流消耗典型值为 125mA，为

防止由于负载变化引起的电压跌落导致射频板工作异常，外部 3.3V电源最大输出电流建议满

足 300mA以上，电源走线尽量短。

模组掉电需要维持 VCC在 100mv以下，持续 200毫秒以上才能完全掉电，完全掉电后

才能再次上电，否则有概率出现备份域数据被篡改，导致模组工作异常。

图 4.1 模组掉电及上电时序

4.2 天线接口

模组的射频引脚到天线接口之间预留一个π型电路，主要用于后期对天线输入阻抗进行

匹配。

4.3 最大发射功率与供电电压

发射功率和电压在一定程度呈线性关系，具在工作电压范围内，电压越大，功率值越大，

当工作电压大于 3.3V时，模组为最大功率输出。(该数据为测试数据，仅供参考。)
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图 4.2 最大输出功率与工作电压关系图
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5 机械尺寸

5.1 尺寸图

图 5.1 模组尺寸图

备注

底部的三个测试点分别为 GND、TX、RX，为避免影响，在布线时注意在模组下方盖油。
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6 注意事项

6.1 禁用频点说明

禁用频点是指模组性能极差的频点，严禁使用。不建议频点是指模组性能较差的频点，

客户可以酌情使用。建议客户应用中使用的频点至少离禁用频点 1MHz以上。

禁用频点：880MHz、912MHz。

不建议频点：864MHz、896MHz、928MHz。
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7 生产及包装信息

7.1 钢网开口设计

底板上钢网厚度选择原则上是根据板内器件的封装类型综合考虑来选取的，需重点关注

如下要求：

模组焊盘位置可局部加厚到 0.15~0.20mm，避免产生空焊。

7.2 回流焊作业指导

注：此作业指导书仅适合无铅作业，仅供参考。

图 7.1 回流焊作业指导

A:温度

B:时间

C:合金液相线 217-220

D:升温斜率 1°C ～ 4°C 每秒

E:恒温时间 150-180 度 60-120 秒

F:液相线以上时间或回流时间 45-90 秒

G:峰值温度 235-245 度

H:降温斜率 ≤ 4°C 每秒

1. 为确保模块焊接质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐 0.18-0.2mm。

2. 为避免模块因反复受热而损坏，强烈建议客户在第二面生产时贴装模块或只过一遍回流焊。

3. 在生产和焊接等接触模块过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，三氯乙烯等）擦拭屏蔽盖，否则可能会导致屏蔽盖生锈或二维

码读取异常。

4.在任何情况下请勿对模块进行超声波清洗，负责会导致模块内芯片的损坏
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7.3 包装信息

本产品使用卷带包装方式进行包装，包装示意图及说明如下。

图 7.2 产品放置方向示意图
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